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LeitOn liefert weiterhin auch Serien und komplexe Lei-
terplatten zuverlässig und schnell. Großserien bis 50 m² 
Fläche sind innerhalb von 20 Arbeitstagen möglich. Express-
Leiterplatten sind zu 100 % ‚Made in Germany‘ und auch 
für komplexe Prototypen wie Starr-Flex und SBU-Platinen 
stehen zuverlässige Partner aus der Region bereit. 

Viele Kunden nutzen zudem bequeme Rahmen- oder Abruf-
aufträge, bei denen LeitOn das Lager vorhält und innerhalb 
eines AT ausliefert. Gerne beraten wir Sie und helfen bei der 
Planung, so dass Sie jederzeit zuverlässig und schnell mit 
Leiterplatten versorgt werden.“

www.leiton.de


